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5ƛǎŎƭŀƛƳŜǊǎ 
[ŀǘǘƛŎŜ ƳŀƪŜǎ ƴƻ ǿŀǊǊŀƴǘȅΣ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ƻǊ ƎǳŀǊŀƴǘŜŜ ǊŜƎŀǊŘƛƴƎ ǘƘŜ ŀŎŎǳǊŀŎȅ ƻŦ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘŀƛƴŜŘ ƛƴ ǘƘƛǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ƻǊ ǘƘŜ ǎǳƛǘŀōƛƭƛǘȅ ƻŦ ƛǘǎ 
ǇǊƻŘǳŎǘǎ ŦƻǊ ŀƴȅ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ǇǳǊǇƻǎŜΦ !ƭƭ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƘŜǊŜƛƴ ƛǎ ǇǊƻǾƛŘŜŘ !{ L{ ŀƴŘ ǿƛǘƘ ŀƭƭ ŦŀǳƭǘǎΣ ŀƴŘ ŀƭƭ Ǌƛǎƪ ŀǎǎƻŎƛŀǘŜŘ ǿƛǘƘ ǎǳŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƛǎ ŜƴǘƛǊŜƭȅ 
ǿƛǘƘ .ǳȅŜǊΦ .ǳȅŜǊ ǎƘŀƭƭ ƴƻǘ ǊŜƭȅ ƻƴ ŀƴȅ Řŀǘŀ ŀƴŘ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ƻǊ ǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ ǇǊƻǾƛŘŜŘ ƘŜǊŜƛƴΦ tǊƻŘǳŎǘǎ ǎƻƭŘ ōȅ [ŀǘǘƛŎŜ ƘŀǾŜ ōŜŜƴ 
ǎǳōƧŜŎǘ ǘƻ ƭƛƳƛǘŜŘ ǘŜǎǘƛƴƎ ŀƴŘ ƛǘ ƛǎ ǘƘŜ .ǳȅŜǊϥǎ ǊŜǎǇƻƴǎƛōƛƭƛǘȅ ǘƻ ƛƴŘŜǇŜƴŘŜƴǘƭȅ ŘŜǘŜǊƳƛƴŜ ǘƘŜ ǎǳƛǘŀōƛƭƛǘȅ ƻŦ ŀƴȅ ǇǊƻŘǳŎǘǎ ŀƴŘ ǘƻ ǘŜǎǘ ŀƴŘ ǾŜǊƛŦȅ ǘƘŜ 
ǎŀƳŜΦ bƻ [ŀǘǘƛŎŜ ǇǊƻŘǳŎǘǎ ǎƘƻǳƭŘ ōŜ ǳǎŜŘ ƛƴ ŎƻƴƧǳƴŎǘƛƻƴ ǿƛǘƘ Ƴƛǎǎƛƻƴπ ƻǊ ǎŀŦŜǘȅπŎǊƛǘƛŎŀƭ ƻǊ ŀƴȅ ƻǘƘŜǊ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ƛƴ ǿƘƛŎƘ ǘƘŜ ŦŀƛƭǳǊŜ ƻŦ [ŀǘǘƛŎŜΩǎ 
ǇǊƻŘǳŎǘ ŎƻǳƭŘ ŎǊŜŀǘŜ ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǿƘŜǊŜ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ƛƴƧǳǊȅΣ ŘŜŀǘƘΣ ǎŜǾŜǊŜ ǇǊƻǇŜǊǘȅ ƻǊ ŜƴǾƛǊƻƴƳŜƴǘŀƭ ŘŀƳŀƎŜ Ƴŀȅ ƻŎŎǳǊΦ ¢ƘŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊƻǾƛŘŜŘ ƛƴ ǘƘƛǎ 
ŘƻŎǳƳŜƴǘ ƛǎ ǇǊƻǇǊƛŜǘŀǊȅ ǘƻ [ŀǘǘƛŎŜ {ŜƳƛŎƻƴŘǳŎǘƻǊΣ ŀƴŘ [ŀǘǘƛŎŜ ǊŜǎŜǊǾŜǎ ǘƘŜ ǊƛƎƘǘ ǘƻ ƳŀƪŜ ŀƴȅ ŎƘŀƴƎŜǎ ǘƻ ǘƘŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƛƴ ǘƘƛǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ƻǊ ǘƻ ŀƴȅ 
ǇǊƻŘǳŎǘǎ ŀǘ ŀƴȅ ǘƛƳŜ ǿƛǘƘƻǳǘ ƴƻǘƛŎŜΦ 
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